1、40nm工艺芯片的流片，提供设计环境，可远程登陆服务器；
2、配合前端设计工程师完成前端的芯片的逻辑约束和综合，优化经过综合后生成的门级网表，完成逻辑综合的主要流程和验证；
[bookmark: _GoBack]2、完成集成电路物理后端的全流程设计。满足设计的时序和面积要求。完成IOPAD的选型和使用，完成总体通过验证的版图数据；
3、物理设计需要加入客户定制的硬核模块；
4、完成整体芯片的DRC、LVS和天线等检查；
5、辅助完成最终Tape out 数据的提交，辅助修改FAB流片过程中需要进行的数据修改。
6、项目周期：40天。
